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(57) Abstract: The aim of the invention is to attain a uniform and homogeneous treatment of substrates in a device comprising at 
least one process container which is arranged in a gas atmosphere and which contains a treatment fluid. Said process container also 
comprises at least two openings which are located underneath a treatment fluid surface and through which the substrates are linearly 
guided. In addition, an overflow for the treatment fluid is provided. 


(57) Zusammenfassung: Zum Emeichen einer gleichmassigen und homogenen Behandlung von Substraten in einer Vorrichtung mit 
O wenigstens einem in einer Gas atmosphere angeordneten, ein Behandlungsfluid enthaltenden Prozessbehalier. der wenigstens zwei 

umerhalb einer BebandJungsfluidoberflache liegende 6ffnungen zum linearen DurchfOhren der Substrate aufweisi, ist ein Oberlauf 
^ fur das Behandlungsfluid vorgesehen. 
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Vorrichtung zum Behandeln von Substraten 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Behandeln 
von Substraten, mit wenigstens einem in einer Gasatmosphare angeordneten, 
5 ein Behandlungsfluid enthaltenden ProzeGbehaiter, der wenigstens zwei un- 
terhalb einer Behandlungsfluidoberflache liegende, stdndig gedffnete Off nun- 
gen zum linearen DurchfOhren der Substrate aufweist. 

Eine derartige Vorrichtung, die beispielsweise aus der EP-A-0 817 246 be- 
10 kannt ist, ist ein statisches System, bei dem das Behandlungsfluid in dem 
ProzeBbehaiter steht, ohne sich zu bewegen. Dies fQhrt dazu, daS der in dem 
Behaiter auftretende ProzeS durch Verunreinigung des Behandlungsfluids 
insbesondere im Bereich der linearen DurchfQhrung der Substrate beeintrach- 
tigt wird. Eine gute und homogene Behandlung der Substrate ist somit nicht 
15 moglich. 

Ferner ist aus der JP-A- 5-291 223 eine Vorrichtung zum Behandeln von Sub- 
straten bekannt, bei der ein von oben mit Behandlungsfluid befQIIbarer Pro- 
zessbehaiter zwei seitliche Offnungen aufweist. Die Offnungen sind jeweils 
20 durch SchlieBelemente verschlieSbar, um wShrend der Behandlung ein Aus- 
treten von Behandlungsfluid zu vermeiden. Auf dem Boden des Prozessbe- 
haiters ist ein Auslass fQr das Behandlungsfluid vorgesehen. 

Ausgehend von dem oben genannten Stand der Technik liegt der vorliegen- 
25 den Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der Eingangs 
genannten Art vorzusehen, die auf einfache und kostengGnstige Weise eine 
homogenere und verbesserte Behandlung von Substraten ermOglicht. 

Erfindungsgem&fc wird die Aufgabe bei einer Vorrichtung zum Behandeln von 
30 Substraten, mit wenigstens einem in einer Gasatmosphare angeordneten, ein 
Behandlungsfluid enthaltenden Proze&behalter, der wenigstens zwei unter- 
halb einer Behandlungsfluidoberfiache liegende Offnungen zum linearen 
DurchfOhren der Substrate aufweist, durch einen Oberlauf fOr das Behand- 
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iungsfluid gel&st. Durch den Oberlauf fQr das Behandlungsfluid wird ein stan- 
diges Hindurchleiten von Behandlungsfluid durch den ProzeBbehaiter erm6g- 
licht. Hierdurch werden erhGhte Verunreinigungskonzentrationen in bestimm- 
ten Bereichen des ProzeBbehaiters, insbesondere im linearen Durchfuhrbe- 
5 reich der Substrate verhindert bzw. Konzentrationsanderungen der Reini- 
gungsmedien (Verbrauch wahrend der Reinigung) wieder ausgeglichen. Hier- 
durch wird eine verbesserte und homogenere Behandlung der Substrate ge- 
wahrleistet. Fernerwird durch einen Oberlauf auf einfache und kostengunstige 
Weise ein im wesentlichem gleichmaBiges Behandlungsfluidniveau wahrend 
10 der Behandlung und somit ein gieichmaBiger Druck des Behandlungsfluids an 
den Offnungen sichergestellt. Trotz einer Strdmung des Behandlungsfluids 
kann durch den gleichmaBigen Druck auf einfache Weise verhindert werden, 
daB das Behandlungsfluid aus dem ProzeBbehaiter flieBt. 

15 Bei einer besonders bevorzugten AusfQhrungsform der Erfindung ist der 
Oberlauf hdhenverstellbar, urn das Behandlungsfluidniveau innerhalb des 
ProzeBbehaiters zu verandern. Dies ist insbesondere vorteilhaft, wenn inner- 
halb des ProzeBbehaiters Behandlungen mit verschiedenen Behandlungs- 
fluids durchgefOhrt werden, welche unterschiedliche Dichten aufweisen, und 

20 sich - bei gleichem Fluidniveau - an den unter der Behandlungsfluidoberflache 
liegenden Offnungen unterschiedliche Druckverhaitnisse ergeben wOrden. 
Diese konnen uber den hahenverstellbaren Oberlauf eingestellt werden, um 
ein HerausflieBen des Behandlungsfluids durch die Offnungen zu verhindern. 

25 Vorzugsweise ist ein geschlossener Oberlaufbehaiter vorgesehen, um das Anie- 
gen eines Vakuums in einem oberhalb der Behandlungsfluidoberflache gebildeten 
Luftraum zu ermdglichen. Ober das Vakuum kann ein Unterdruck an den unterhalb 
der Behandlungsfluidoberflache liegenden Offnungen erzeugt werden, um ein 
HerausflieBen des Behandlungsfluids zu verhindern. Insbesondere in Kombination 

30 mit der hdhenverstellbaren Oberlaufkante laBt sich eine einfache Steuerung der 
Druckverhaitnissen an den Offnungen erreichen. In dem oberhalb des Behand- 
lungsfluids befindlichen Luftraum wird vorzugsweise ein gleichmafiiges Vakuum 
vorgesehen. Die sich beispielsweise durch unterschiedliche Behandlungsfluids 
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(aufgrund unterschiedlicher Dichten) ergebenden Druckveranderungen an den 
Offnungen werden vorzugsweise durch die hGhenverstellbare Oberlaufkante regu- 
iiert. Urn ein gutes und gleichmaBiges Vakuum zu ermoglichen, sind dabei der 
ProzeBbehaiter und der Oberlaufbehalter abgeschlossen. 

5 

FOr eine gleichmaBige und homogene Stromung innerhalb des ProzeBbehai- 
ters ist das Behandlungsfluid vorzugsweise Qber eine im wesentlichen hori- 
zontal angeordnete Diffusorplatte in den ProzeBbehaiter einleitbar. Bei einer 
weiteren AusfOhrungsform der Erfindung ist unterhalb wenigstens einer der 
10 Offnungen ein Auffangrinne am AuBenumfang des ProzeBbehaiters ange- 
bracht, um zu verhindern, dad gegebenenfalls aus dem ProzeBbehaiter aus- 
tretendes Behandlungsfluid die Umgebung des ProzeBbehaiters verunreinigt. 

Bei einer bevorzugten AusfOhrungsform der Erfindung ist wenigstens eine Ul- 
15 traschalleinrichtung innerhalb des ProzeBbehaiters vorgesehen, um durch die 
Beschallung der Substrate deren Behandlung, und zwar insbesondere Reini- 
gungsvorgange zu fSrdern. Dabei erstreckt sich die Ultraschalleinrichtung vor- 
zugsweise Qber die gesamte Breite des ProzeBbehaiters, und zwar senkrecht 
zur Bewegungsrichtung der Substrate sowie schwenkbar, um eine gleichma- 
20 Bige Beschallung der Substrate Qber deren gesamte Oberfiache hinweg vor- 
zusehen. Um eine gleichmaBige und homogene Stromung des Behandlungs- 
fluids innerhalb des ProzeBbehaiters zu ermSglichen, weist die Ultraschallein- 
richtung vorzugsweise eine strdmungsdynamische Form auf, d.h. daB sie in 
Strdmungsrichtung einen geringen StrSmungswiderstand aufweist. Fur eine 
25 gute und gleichmaBige Behandlung beider Oberflachen des Substrats ist es 
vorzugsweise zwischen wenigstens zwei Ultraschalleinrichtungen hindurch 
bewegbar. 

Bei einer weiteren AusfOhrungsform der Erfindung ist eine Ausgangsbffnung 
30 des ProzeBbehaiters umgebende Trocknungskammer mit einer Einrichtung 
zum Einleiten eines die Oberfiachenspannung des Behandlungsfluids verrin- 
gernden Fluids vorgesehen. Durch das Vorsehen der Trocknungskammer an 
der AusgangsGffnung kbnnen die zuvor behandelten Substrate direkt bei der 
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Entnahme aus dem ProzeBbehalter mittels des Marangonieffekts getrocknet 
werden. Die Kammer bildet vorzugsweise ein im wesentlichen geschlossenes 
System, wodurch eine gieichmaBige N 2 /IPA Atmosphere am Waferaustritt ge- 
wahrleistet wird. 

5 GemaB einer weiteren, bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung sind 
mehrere hintereinander angeordnete ProzeBbehalter vorgesehen. Diese er- 
moglichen, daft die Substrate ohne eine notwendige Veranderung ihrer Aus- 
richtung mehrere, gegebenenfalls unterschiedliche ProzeBschritte durchlau- 
fen. Dabei beinhalten die ProzeBbehalter vorzugsweise unterschiedliche Be- 

10 handlungsfluids, um unterschiedlichen ProzeBschritte vorzusehen. Zwischen 
den ProzeBbehaitern ist vorzugsweise eine Befeuchtungseinrichtung vorge- 
sehen, um zu verhindern, daB die Substrate zwischen den aufeinander fol- 
genden ProzeBschritten antrocken, was nachfolgende ProzeBschritte beein- 
trachtigen kennten. Vorzugsweise ist die Befeuchtungseinrichtung derart aus- 

15 gestaitet, daB die Substrate grob gespDlt werden, wodurch verhindert wird, 
daB Behandlungsfluid von einem ProzeBbehalter zum ndchsten geiangt. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Ausfuhrungsbeispiele 
unter Bezugnahme auf die Figuren, naher erlautert. Es zeigen: 

20 

Figur 1 eine schematische Schnittansicht einer erfindungsgemaBen Be- 

handlungsvorrichtung; 
Figur 2 eine vergrtjBerte Detailansicht einer Auffangrinne mit Tropfen- 

fanger der Behandlungsvorrichtung. 

25 

Figur 1 zeigt eine Behandlungsvorrichtung 1 fOr einen Halbleiterwafer 3 ( mit 
einer Befeuchtungseinrichtung 4, einer Wafer-Transporteinheit 6, einem Pro- 
zeBbehalter 8 und einer Wafertransporteinheit 10. Wahrend einer Behandiung 
des Substrats 3 wird es gemaB der Figur von links durch die Wafertranspor- 
30 teinheit 6 an der Befeuchtungseinrichtung 4 vorbeibewegt und anschlieBend 
in den ProzeBbehalter 8 eingefuhrt, und teilweise durch diesen hindurch ge- 
schoben. Auf der anderen Seite wird der Wafer 3 durch die Wafertransport- 
einheit 10 aufgenommen und aus dem ProzeBbehalter 8 herausgezogen. Ein- 
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zelheiten der Transportvorrichtung sind in der auf die selbe Anmelderin zu- 
ruckgehenden, und am selben Tag eingereichten Patentanmeldung mit dem 
Titel "Verfahren und Vorrichtung zum Transportieren eines Halbleiterwafers 
durch einen Behandlungsbehaiter" beschrieben, die insofern zum Gegenstand 
5 der vorliegenden Erfindung gemacht wird, um Wiederholungen zu vermeiden. 

Die Befeuchtungseinrichtung 4 besitzt eine Vielzahl von DQsen 11, Qber die 
ein Fluid wie beispielsweise Dl-Wasser auf wenigstens eine OberflSche des 
Wafers 3 gesprQht wird, um sie zu befeuchten, Oder falls sie schon feucht ist, 

10 feucht zu halten. Obwohl dies in der Figur nicht dargestellt ist, k^nnen die DQ- 
sen 11 entgegen der Bewegungsrichtung des Wafers 3 gerichtet sein, um ei- 
ne SpQIung, wenigstens einer Oberflache des Wafers 3 zu erreichen. Neben 
der dargestellten Befeuchtungseinrichtung 4, unter der der Wafer 3 hindurch- 
bewegt wird, ist es auch moglich, eine zweite, der Befeuchtungseinrichtung 4 

15 gegenQberliegende Befeuchtungseinrichtung vorzusehen, so daft der Wafer 3 
durch beide Befeuchtungseinrichtungen hindurch bewegt wird, und somit von 
beiden Seiten befeuchtet wird. 

Der Proze&behalter 8 wird durch einem im wesentlichen geschlossenen Be- 
20 halterkorper 14 gebildet, der eine EinfGhrctffnung 15, eine AusfQhr6ffnung 16 
sowie eine GberlaufSffnung 17 aufweist. Die EinfGhrOffnung 15 und die Aus- 
fGhrdffnung 16 sind auf einer Ebene an sich gegenOberliegenden Seitenwan- 
den des Behalterkorpers 14 ausgebildet. Weitere, nicht die Offnungen 15, 16 
aufweisende SeitenwSnde des Behalterkorpers 14 weisen FOhrungsschienen 
25 18 zur FQhrung der Wafer 3 innerhalb des ProzefcbehSlters 8 auf. 

Die Offnungen 15, 16 liegen unterhalb der Oberlaufdffnung 17 und liegen so- 
mit unterhalb einer Behandlungsfluidoberflache eines in dem ProzeBbehaiter 
8 befindlichen Behandlungsfluids 20. Die Offnungen 15, 16 kdnnen besonders 
30 ausgeformt sein, wie beispielsweise in der EP-A-0 817 246 beschrieben ist, 
um ein Ausflieden des in dem ProzeSbehaiter 8 befindlichen Behandlungs- 
fluids 20 zu unterbinden. Die EP-A-0 817 246 wird insofern zum Gegenstand 
der vorliegenden Erfindung gemacht, um Wiederholungen zu vermeiden. 
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lm Bereich des Bodens des ProzeBbehalters 8 ist eine sich im wesentlichen 
horizontal erstreckende Diffusorplatte 22 vorgesehen, Ober die von unten das 
Behandlungsfluid 20 in dem ProzeBbehalter 8 eingeleitet wird. Durch die Dif- 
5 fusorplatte 22 wird eine gleichmaBige, nach oben gerichtete Strdmung des 
Behandlungsfluids 20 innerhalb des ProzeBbehalters 8 erzeugt Innerhalb des 
ProzeBbehalters sind zwei, sich Ober die gesamte Breite (gemaB der Figur 
senkrecht zur Zeichnungsebene) erstreckende Ultraschall- bzw. Megasonic- 
einrichtungen 24, 26 vorgesehen* Die Ultraschalleinrichtungen 24, 26 weisen 

10 zueinander und sind hOhenmaBig unterhalb bzw. oberhalb der Offnungen 15, 
16 angeordnet, so daB die Wafer 3 bei ihrer Bewegung durch den ProzeBbe- 
halter durch die Ultraschalleinrichtungen 24, 26 hindurch bewegt werden. Die 
voneinander wegweisenden Seiten der Ultraschalleinrichtungen 24, 26 sind 
jeweils abgeschragt, urn die von unten nach oben in dem ProzeBbehalter 8 

15 gerichtete FluidstrSmung so wenig wie mCglich zu beeintrSchtigen. 

Im Bereich der Eingangsdffnung 15 ist am AuBenumfang des Behatterk6rpers 
14 eine Auffangrinne 30 unterhalb der Offnung 15 vorgesehen, urn gegebe- 
nenfalls Ober die Offnung 15 ausstrbmendes Behandlungsfluid aufzufangen, 
20 und auf geeignete, nicht naher dargestellte Weise abzuleiten. 

Die Ausfuhrfiffnung 16 ist von einer Trocknungskammer 32 umgeben, die am 
AuBenumfang des Behalterkfirpers 14 angebracht ist und eine integrierte 
Auffangrinne aufweist. Die Trocknungskammer 32 weist eine Offnung 33 auf, 

25 durch die der Wafer 3 hindurch bewegt werden kann. Innerhalb der 
Trocknungskammer 33 sind DUsen 34, 35 vorgesehen, Ober die ein die Ober- 
fiachenspannung des Behandlungsfluids reduzierendes Fluid in den Bereich 
der AusfOhrGffnung 16 geleitet werden kann. Als OberffSchenspannung redu- 
zierendes Fluid ist beispielsweise IPA, ein heiBes Gas, wie beispielsweise 

30 heiBes N 2 usw. geeignet. Das die OberflSchenspannung des Behandlungs- 
fluids reduzierende Fluid wird Ober die Dusen 34, 35 gezielt auf einen zwi- 
schen dem Behandlungsfluid 20 und dem Wafer 3 gebildeten Meniskus ge- 
richtet, urn dort eine gute Trocknung gem£B dem Marangonieprinzip zu errei- 
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chen. Alternativ konnte der Meniskus auch auf andere Art, wie beispielsweise 
mit einem Laser erhitzt werden, urn in diesern Bereich eine Verringerung der 
Oberflachenspannung zu erreichen. Figur 2 zeigt eine vergrbfierte Detailan- 
sicht der Trocknungskammer 32, wobei die DGsen 34, 35 zur Vereinfachung 
5 der Darstellung weggelassen wurden. Wie in Figur 2 zu erkennen ist, ist in 
einer unteren HMIfte der Trocknungskammer 32 ein nadelfdrmiges Element 36 
vorgesehen, welches als Tropfenfanger dient. Am hinteren Waferrand ist der 
Trocknungsvorgang mittels des Marangonieffekts beim Austritt aus der Kam- 
mer kritisch und es kann dazu kommen, daB feste Fiussigkeit an dem Wafer 
10 anhaftet und einen Tropfen bildet. Dieser Tropfen wird jedoch durch den 
Tropfenfanger 37, der mit einem geringen Abstand wie beispielsweise < 1 Mil- 
limeter zu dem Wafer und an dessen Wafermitte positioniert ist abgeleitet 

In der oberen Wand des BehSlterkorpers 14 ist eine nicht nSher dargestellte 
15 Offnung vorgesehen, die mit einer Vakuumvorrichtung 37 in Verbindung steht, 
so daB in einem oberhalb des Behandlungsfluid 20 gebildeten Luftraum 40 ein 
Unterdruck angelegt werden kann, urn ein HerausflieBen des Behandlungs- 
fluids aus dem ProzeBbehaiter 8 zu verhindern. Es konnen auch andere Mittel 
an bzw. in dem ProzeBbehaiter 8 vorgesehen sein, urn ein HerausflieBen des 
20 Behandlungsfluids zu verhindern, wie sie beispielsweise in der EP-A-0 817 
246 beschrieben sind, die insofern zum Gegenstand der vorliegenden Anmel- 
dung gemacht wird, urn Wiederholungen zu vermeiden. 

Die Oberlauffcffnung 17 ist von einem im wesentlichen geschlossenen Ober- 
25 laufbehaiter 42 umgeben, der in abgedichteter Weise an dem AuBenumfang 
des Behaiterkorpers 14 befestigt ist. Innerhalb des Oberlaufbehaiters 42 bzw. 
an einer Aufienwand des ProzeBbehaiterkGrpers 14 ist ein Schieber 44 vor- 
gesehen, der eine Oberlaufkante 45 defmiert. Der Schieber 44 ist Ober eine 
nicht naher dargestellte Vorrichtung vertikal verschiebbar, urn eine Hdhenein- 
30 stellung der Oberlaufkante 45, und somit das Niveau des Behandlungsfluids 
20 in dem ProzeBbehalter 8 einzusteilen. Dabei wird der Einstellbereich durch 
die Ober- und Unterkanten der OberlaufGffnung 17 beschrankt 
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Obwohl in der Figur nur ein ProzeBbehaiter 8 dargestellt ist t ist es m&glich 
mehrere ProzeBbehalter hintereinander anzuordnen, so daB ein Wafer 3 auf 
seinem linearen Bewegungspfad durch mehrere ProzeBbehalter hindurchlau- 
fen kann. Die jeweiligen ProzeBbehalter kfinnen mit unterschiedlichen Be- 
5 handlungsfluids gefQIlt sein, um unterschiedliche Behandlungsschritte, wie 
z.B. Atzen, Neutraiisieren und Reinigen, sowie Trocknen durchzufiihren. Vor- 
zugsweise ist zwischen jeweils aufeinanderfolgenden ProzeBbehSltern 8 eine 
Befeuchtungseinrichtung 4 vorgesehen, um ein Antrocknen von Behandlungs- 
fluids zwischen aufeinanderfolgenden ProzeBschritten zu verhindern. Ferner 

10 kann durch die Befeuchtung der Substrate eine grobe Vorreinigung derselben 
erreicht werden, so daB eine Verschieppung der Behandlungsfluids von einem 
ProzeBbehalter zum nachsten vermindert wird. Da die unterschiedlichen Be- 
handlungsfluids in der Regei unterschiedliche Dichten aufweisen, wird das 
Niveau des Behandlungsfluids uber den Schieber 44 jeweils so eingestellt, 

15 daB der Druck des Behandlungsfluids an den jeweiligen Ein- und AusfGhrGff- 
nungen 15, 16 nicht dazu fQhrt, daB das Behandiungsfluid aus dem ProzeB- 
behalter herausflie&t. Ferner wird Ober die Vakuumvorrichtung 37 ein Unter- 
druck in dem Uber dem Behandiungsfluid befindlichen Luftraum erzeugt, um 
den an den Offnungen 15, 16 anstehenden Behandlungsfluiddruck weiter zu 

20 reduzieren. Dabei sind vorzugsweise alle hintereinander geschaiteten Pro- 
zeBbehalter 8 mit einer einzelnen Vakuumvorrichtung verbunden, welche in 
den jeweiligen ProzeBbehSltern einen jeweils gleichmSBigen Unterdruck er- 
zeugt oder bei gleicher SchieberhOhe unterschiedliche UnterdrGcke. Durch 
unterschiedliche Dichten der Behandlungsfluids entstehende DruckverSnde- 

25 rungen an den Offnungen 15, 16 werden Qber den Schieber 44, und somit das 
Niveau des Behandlungsfluids 20 in den ProzeBbehSltern ausgegiichen, so 
daB kein Behandiungsfluid Uber die Offnungen 15, 16 aus den ProzeBbehai- 
tern 8 austritt. 

30 Bei der Behandlung der Wafer 3 wird zunSchst Qber die Diffusorplatte 22 Be- 
handiungsfluid 20 in den ProzeBbehalter 8 eingeleitet bis dieses uber die 
Oberlaufkante 45 des Schiebers 44 in den Oberlaufbehaiter 42 flieBt. Ober die 
Diffusorplatte 22 wird standig Behandiungsfluid in den ProzeBbehalter 8 ein- 
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geleitet, so daS eine homogene nach oben gerichtete StrSmung innerhalb des 
ProzeBbehSiters entsteht. AnschlieBend wird Qber die EinfOhritffnung 15 ein 
Wafer 3 in den ProzeBbehalter 8 hinein und teilweise dort hindurch gescho- 
ben. Dabei werden die Vorder- und RQckseiten des Wafers 3 mittels der Ul- 
5 traschalleinrichtungen 24, 26 beschallt. Innerhalb des ProzeBbehalters 8 wer- 
den die Wafer 3 durch die seitlichen FOhrungen 18 geflihrt. Wenn ein vorde- 
res Ende des Wafers 3 durch den ProzeBbehalter 8 hindurch gefOhrt ist, wird 
der dabei entstehende Meniskus zwischen Behandlungsfluid 20 und Wafer 3 
mit einem die Oberfldchenspannung des Behandlungsfluids 20 reduzierenden 
10 Fluids beaufschlagt, wodurch der Wafer 3 bei der Entnahme aus dem Be- 
handlungsfluid 20 getrocknet wird. Das FUhrungsende des Wafers 3 wird 
durch die Transporteinheit 10 aufgenommen und vollstSndig durch den Pro- 
zeBbehalter 8 hindurch gezogen und gegebenenfalls zu einem nachfolgenden 
ProzeBbehalter 8 transportiert. 

15 

Obwohl die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels beschrie- 
ben wurde, sei bemerkt, daB die Erfindung nicht auf dieses AusfOhrungsbeispiel 
beschrSnkt ist. Beispielsweise sind die Merkmale der Trocknungskammer 32 bei 
ProzeBbehaitern 8 nicht notwendig, denen ein weiterer ProzeBbehalter nachge- 

20 schaltet ist. Ferner ist die genaue Ausgestaltung der Ultraschalleinrichtung nicht 
zwingend, da abhangig von dem zu behandelndem Substrat beispielsweise eine 
einzelne Ultraschalleinrichtung zur Behandlung einer Substratoberfldche aus- 
reicht. Auch ist eine Diffusorplatte 22 nicht zwingend notwendig und es k6nnte 
statt dessen Oder in Kombination mit der Diffusorplatte ein trichterfdrmiger Boden 

25 mit einer EinlaSGffnung vorgesehen werden. Auch ist die Vakuumvorrichtung 37 
nicht unbedingt notwendig, da der an den Offnungen 15, 16 anstehende Druck 
auch Qber andere Mittel, wie beispielsweise eine Kapillarvorrichtung, geregelt 
werden kann. Der dabei erforderliche Druck wird Qber den beweglichen Schieber 
44 geregelt. Die jeweiligen Merkmale der Behandlungsvorrichtung 1 kdnnen in 

30 Kombination oder jeweils auch einzeln, d.h. unabhangig voneinander eingesetzt 
werden. 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung (1) zum Behandeln von Substraten (3) mit wenigstens einern 
in einer Gasatmosphare angeordneten, ein Behandlungsfluid (20) ent- 

5 haltenden ProzeBbehaiter (8), der wenigstens zwei unterhalb einer Be- 

handlungsfluidoberflache liegende, standig geOffnete Offnungen (15, 16) 
zum linearen DurchfUhren der Substrate (3) aufweist, gekennzeichnet 
durch einen Einlass unterhalb der Offnungen und einen Oberlauf ober- 
halb der Offnungen (15, 16)<. 

10 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Oberlauf 
hohenversteilbar ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 Oder 2, gekennzeichnet durch einen ge- 
15 schlossenen OberlaufbehSiter (42). 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der ProzeBbebalter (8) und der Clberlaufbehalter (42) 
geschfossen sind. 

20 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, gekennzeichnet 
durch eine Einrichtung (37) zum Erzeugen eines Unterdruckes in einem 
oberhalb des Behandlungsfluids (20) gebildeten Raum (40) im ProzeB- 
behalter (8). 

25 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprGche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Behandlungsfluid (20) Qber eine im wesentlichen 
horizontal angeordneten Diffusorplatte (22) in den ProzeBbehalter (8) 
einleitbar ist. 

30 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet 
durch einen unterhalb wenigstens einer Offnung (15, 16) angebrachten 
Auffangrinne (30) am AuBenumfang des ProzeBbehSlters (8). 
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8. Vorrichtung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch einen Tropfenfan- 
ger in der Auffangrinne. 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, gekennzeichnet 
durch wenigstens eine Ultraschalleinrichtung (24, 26) innerhalb des Pro- 
ze&behaiters (8). 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daS sich die Ul- 
traschalleinrichtung (24, 26) im ProzeSbehSlter (8) Qber die gesamte 
Breite, senkrecht zur Bewegungsrichtung der Substrate (3) erstreckt, 

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 Oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Ultraschalleinrichtung (24, 26) eine stromungsdynamische Form auf- 
weist. 

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Substrat (3) zwischen wenigstens zwei zueinan- 
der weisenden Ultraschalleinrichtungen (24, 26) hindurch bewegbar ist. 

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, gekennzeichnet 
durch eine eine AusgangsSffnung (16) des Proze&behSlters (8) umge- 
bende Trocknungskammer (32) mit einer Einrichtung (34, 35) zum Ein- 
leiten eines die Oberfldchenspannung des Behandlungsfluids (20) ver- 
ringernden Fluids. 

14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprOche, gekennzeichnet 
durch mehrere hintereinander angeordnete ProzeBbehalter (8). 

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 Oder 14, dadurch gekennzeichnet, da& die 
ProzeBbehalter (8) unterschiedliche Behandlungsfluids (20) beinhalten. 


WO 01/08200 PCT/EP00/06716 
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16. Vorrichtung nach einem der Anspruche 13 bis 15, gekennzeichnet durch 
eine Befeuchtungseinrichtung (4) zwischen den ProzeSbehaltern (8). 
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